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388383-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — ESOTTAIONOG EpyaoTNPIAKOG, OTITIKOG Kal akpIfeiag (EkTOG atrd yuaAid) — Kauf einer
DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaatzanlage)

OJ S 107/2026 05/06/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaooia: Westsachsische Hochschule Zwickau
Email: Beschaffungswesen@whz.de
NouIkA pop@r) ayopaaTr): Opyaviopog dnuoaciou dikaiou TTou TEAE UTTO ToV EAgyXO
TIEPIPEPEIOKNG APXNG
ApaoTtnpidtnTa TNG avabétouoag apxng: Exkraideuon

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAhog: Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaatzanlage)
Mepiypaer): Kurze Beschreibung: Anschaffung einer neuen DRIE/ RIE-Anlage
(Plasmaatzanlage) - mit Software- und Anlagensteuerung inklusive Installation und
Einweisung Bestehend aus: DRIE/ RIE-Anlage, Substratelektrode, Kantenschutz der Wafer
wahrend der Atzung, Notching-Kontrolle/ Reduktion der Strukturabweichung beim Atzstopp
auf Dielektrika, Endpunktdetektion, Software- und Anlagensteuerung, Verpackung / Transport
/ Abladen / Einbringen / Installation einschlieRlich Inbetriebnahme und Schulung Beschreibung
der Beschaffung (Art und Umfang der Dienstleistung bzw. Angabe der BedUrfnisse und
Anforderungen) Neue DRIE/ RIE-Anlage inkl. Zubehor fur die Forschung an der WHZ mit
folgenden Anforderungen: 01 1 RIE / DRIE-Anlage Plasmaatzanlage fur plasmachemisches,
reaktives Silizium-Tiefenatzen (?500um) mittels des Bosch-Prozesses (gas chopping process)
und RIE von dinnen Dielektrika- Schichten (?2um). - Die Anlage muss die Verarbeitung von
100mm Wafern mit und ohne Primary-Flat, sowie mit und ohne Secondary-Flat erlauben. - Die
Anlage muss die Verarbeitung von 150mm Wafern mit und ohne Primary-Flat, mit und ohne
Secondary-Flat oder auch mit und ohne Notch erlauben. - Das im DRIE-Modus mdgliche
Siliziumabtragsvolumen pro Zeiteinheit liegt bei bis zu ca. 2,5 mm3/s, das Warmemanagement
ist entsprechend auszulegen. Die exakten zu erfullenden Prozessparameter sind der
Spezifikationstabelle im Punkt "Geforderte Prozessprameter und deren Uberpriifbarkeit" zu
entnehmen. - Die Anlage muss uber eine separate Beschickungskammer (Vakuumschleuse,
Loadlock) verflgen, die es zulasst die spezifizierten Wafer, ohne ein Beluften der
Prozesskammer gegen Atmosphare zu laden. - Der Probenchuck / Substratelektrode muss
Uber eine He-RUlckseitenkihlung fur die Substrate verfligen. Es muss zudem eine Vorrichtung
zur Detektion von He-Lecks in Richtung Prozesskammer beim Atzprozess, z.B. durch
Waferbruch, vorhanden sein. - Via Mass-Flow-Controller geregelte Gaslinien fur folgende
Prozessgase mussen vorhanden sein: o C4F8 o SF6 0 O2 o CHF3 o Aro CF4 - Um
parasitare Abscheidung, z.B. von Fluorpolymeren, zu vermeiden muss das System Uber einen
aktiv geheizten Prozesskammer-Liner (7120 °C) verfugen. - Alle zum RIE- und DRIE-Betrieb
notigen Anlagenbestandteile mussen Lieferbestandteil der Anlage sein, hierzu zahlen
beispielsweise, aber nicht abschlielend: o Prozesskammer o Gestell / Korpus inkl. notige

388383-2026 Page 1/8


https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/388383-2026
mailto:Beschaffungswesen@whz.de

Racks und Steuerschranke o Anlagen-Steuerung inkl. Eingabegerate und Monitore o
Plasmaanregung / ICP Quelle mit automatisierter Matching-Unit oder Generatoren mit
integrierter HF-Abstimmung o Druckmessung o Pumpsystem - Die Anlage muss fur den
Einbau in einem ISO 14644-1, Klasse ISO 5 Reinraum geeignet sein, Pumpsysteme kdnnen in
einem Servicebereich untergebracht werden. - Die maximalen Abmessungen der Anlage
durfen inkl. notwendiger Serviceflachen maximal Hohe x Breite x Lange, 2,6m x 0,9m x 2,4m
betragen. - Die zu liefernde Anlage muss uUber eine CE-Kennzeichnung des Gesamtsystems
verfugen. Dies inkludiert die Einhaltung aller fir das Anlagenkonzept einschlagigen Richtlinien,
mindestens jedoch: - Richtlinie 2006/42/EG bzw. bei Lieferung ab dem 20.01.2027
Verordnung (EU) 2023/1230 - Low Voltage Directive - 2006/95/EC - EMC Directive - 2004/108
/EC - Das System muss ausschlieRlich mit den genannten Prozessgasen, gasformigem
Helium, gasférmigem Stickstoff, Druckluft, Abluft, Kilhlwasser und Elektroenergie betrieben
werden. Zusatzliche Medien, wie z.B. Flussighelium, Flussigstickstoff oder Trockeneis durfen
nicht zum Betrieb notig sein. - Die ICP-Quelle muss in einem Bereich von 120W bis 5000W
oder weiter betreibbar sein, wobei bei einem weiteren Bereich der genannte Bereich inkludiert
sein muss. 02 1 Substratelektrode Zur Probenhalterung wird aus Griinden der Homogenitat
und mechanischen Belastung der Wafer eine elektrostatische Klemmung gefordert. e-Chuck: -
Die Substratelektrode muss flir die Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien (100 und
150mm) geeignet sein oder die entsprechende Anzahl an Substratelektroden fur die
Bearbeitung der genannten Wafergrél3en mussen Lieferbestandteil sein. o Im Falle der
Notwendigkeit des Tausches von Teilen zur Umrustung zwischen den Wafergréfien sind,
insofern noétig oder vorgeschrieben, alle etwaigen Verschleifdteile (Dichtstoffe...) fir eine 50-
fache UmrUstung im Lieferumfang zu integrieren. - Falls flr das Erreichen der geforderten
Parameter ein Heater / Chiller nétig ist, muss dieser inkl. der eventuell nétigen Integration und
Steuerung Lieferbestandteil sein. 03 1 Kantenschutz der Wafer wéahrend der Atzung Es ist fiir
den Schutz der Waferrander (z.B. bei der Verwendung Photoresistmasken) eine
Kantenabdeckung (edge protection) vorzusehen. - Der Kantenschutz muss fur die
Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien (100 und 150mm) geeignet sein oder Uber die
Verwendung von Carriern / Adaptern oder Bauteiltausch die Verarbeitung zulassen. - Sind
Zusatzteile fur die Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien nétig, missen alle zur
Umristung noétigen Teile Lieferbestandteil der Anlage sein. - Sind zur Umristung zwischen
den Wafergeometrien Verschleil3teile notig oder vorgeschrieben sind diese fir eine 50-fache
Umristung im Lieferumfang zu integrieren. - Der Kantenschutz muss nach seiner Installation
im Atzbetrieb ohne Offnen der Prozesskammer wirksam werden. - Ist der Kantenschutz ein
Verschleifdteil, z.B. ein Quarzglas-Ring, sind 2 Stlck je bendtigter Ausfihrung als
Lieferbestandteil zu integrieren. 04 1 Notching-Kontrolle / Reduktion der Strukturabweichung
beim Atzstopp auf Dielektrika Um das sog. Notching bei der Atzung von silicon on insulator
(SOI) Strukturen und dem Stopp auf Dielektrikamembranen zu minimieren, ist die
Substratelektrode mit einem gepulsten kHz Generator zu betreiben oder ein gleichwertiges
Verfahren zur Vermeidung des so genannten Notchings einzusetzen.

AvayvwpIoTIKO diadikaciog: b0cb9d46-0047-4223-b712-26d0ff3227ca

Eowrtepikd avayvwplioTiko: OV 09-26

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomrog
Xapaktipag TG oupPBaong: Ayabda
Kupia tagivounon (cpv): 38000000 EEOTTAICUOG £pyaaTnEIaKOG, OTITIKOG Kal akpIREiag (EKTOG
atré yuaAid)
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MpbdoBeTn Tagivéunon (cpv): 42990000 Aidpopa pnxavipara €1dIkNG xpriong, 31712330
Huiaywyoi

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Tayudpopikn dieuBuvon: Kornmarkt 1
MoAn: Zwickau
TaxudpouIkog KwdIkag: 08056
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Zwickau (DED45)
Xwpa: Mepuavia
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Westsachsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum
Peter-Breuer-Str. 5-11 08056 Zwickau Deutschland

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANPOoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXP4D4ZMZEU#
NopuikAi Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cupBaong

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
TitAhog: Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaatzanlage)
Mepiypaen: - Die Funktion ist innerhalb der Inbetriebnahme an Silizium-Wafern mit einer Dicke
von mindestens 380um mit einem Atzstopp auf 1500-2500nm thermischem Siliziumdioxid
nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt durch eine Uberatzung von rechnerisch >10um nach
Erreichen des Endpunktes. - Als Atzmaske bei diesem Abnahmetest dient ebenfalls 1500-
2500nm thermisches Siliziumdioxid mit gedffneten Strukturen von 250x250um (+/-10um) in
einem x / y-Pitch von 3000um, gleichverteilt Gber den Wafer. - Die Wafer werden durch den
Auftraggeber im Rahmen des SAT (Anlagenabnahme am Bestimmungsort) zur Verfligung
gestellt. - Die Parameter sind bei einem 100mm Wafer, innerhalb des 90mm durchmessenden
Kernbereichs und bei einem 150mm Wafer innerhalb des 140mm Kernbereichs nachzuweisen
(je 5mm Randausschluss). - Die durchschnittliche Atzrate, ab dem Start der Atzung, muss bei
dem Test min. 10pm/min betragen. - Die einseitige Abweichung von der Tangente der
Atzflanke darf bei keiner Struktur mehr als 10um betragen. 05 1 Endpunktdetektion Die
Prozessuberwachung und die Endpunktkontrolle muss tber die optische Analyse der
Plasmaemission anhand der charakteristischen Emissionslinien erfolgen. Es muss mindestens
der Bereich von 250 - 850nm zur Auswertung zuganglich sein. - Die Endpunktdetektion ist in
Auflésung und Empfindlichkeit so zu realisieren, dass der Endpunkt auch bei geringen offenen
Flachen <5% sicher detektiert wird. - Es sollen mindestens folgende Endpunktdetektionen bei
max. 5% offener Flache mdglich sein: o Silizium-Atzung mit Endpunkt auf SiO2 o Silizium-
Atzung mit Endpunkt auf Al o Silizium-Atzung mit Endpunkt auf Photoresist o SixNy-Atzung
mit Endpunkt auf SiO2 o SixNy-Atzung mit Endpunkt auf Si o SiO2-Atzung mit Endpunkt auf Si
06 1 Software und Anlagensteuerung - Die Bediensoftware muss mindestens die folgenden
Nutzerniveaus enthalten: o Bediener dem nur der Start bereits vorhandener Rezepte gestattet
ist. 0 Ingenieur dem zusétzlich das Erstellen und Andern von Rezepten gestattet ist
(wahlweise mit Passwortschutz durch den Kunden). o Service den zusatzlich die manuelle
Steuerung der Anlage und die Umgehung von Interlocks gestattet ist (wahlweise mit
Passwortschutz durch den Kunden). - Wird als Betriebssystem Microsoft Windows eingesetzt,

388383-2026 Page 3/8



muss dieses auf Version 11 oder 10 LTSC basieren. - Die Bediensoftware muss einen
automatisierten Leckagetest und MFC-Funktionstest enthalten. - Das Steuerungskonzept
muss auf einer Direct One-to-one Verbindung zu den Sensoren und Aktoren basieren (Ein
Steuerungskanal zu einem Sensor oder Aktor) - Es muss eine kanalweise Diagnostik fur die
Steuerungskanale vorhanden (on/off) und die entsprechende Status Informaton (OK,
Kurzschluss, Unterbrechung) - Das Datalogging muss in Intervallen ? 250 ms maoglich sein. -
FUr die genaue Kontrolle der zeitlichen Abfolge in den Prozessen missen Prozessschritte bis
zu einer Gesamtlange von ? 10 ms definiert werden kénnen. - Die Anzahl der anlegbaren
Prozessrezepte soll nicht anlagenseitig auf einen Wert kleiner 5000 begrenzt sein. - Die
Softwareldsung muss SEMI E95 konform gestaltet sein. 07 1 Installation/Schulung -
Installation der Soft- und Hardware - Grundschulung der Anwender (Bedienung der Soft- und
Hardware, Umgang mit Betriebsmitteln, In- und AuRerbetriebnahme, Wartung) - Zur Anlage ist
ein Bedienerhandbuch, Servicehandbuch und Stromlaufplan in deutscher oder englischer
Sprache zu liefern. 08 1 Geforderte Prozessprameter und deren Uberpriifbarkeit Der Anbieter
muss bestatigen, dass er Uber ein Applikationslabor verfugt, welches mittels offentlicher
Verkehrsmittel, einem PKW oder der Kombination beider innerhalb von 12h vom
Bestimmungsort aus erreichbar ist. Innerhalb dieses Applikationslabors muss mindestens
eines der angebotenen Systeme (mit den nicht optionalen Grundfunktionalitaten) betrieben
werden und fur Anlagentests zur Verfugung stehen. Zudem behalt sich der Kaufer vor, die
angegebenen Parameter an dieser Anlage innerhalb des Evaluationsprozesses der Angebote
vor Ort bei dem Anbieter zu liberpriifen. Auf Anfrage muss diese Uberpriifung innerhalb einer
Woche nach Ankindigung moéglich sein. Geforderte Prozessparameterkombinationen It.
Leistungsbeschreibung. Die geforderten Prozesse mit den entsprechenden Parametern sind in
geeigneter Form (z.B. wie die innerhalb der in dieser Ausschreibung im Leisrtungsverzeichnis
FB 27 verwendete Tabelle) dem Angebot beizufugen. 09 1 Verpackung / Transport / Abladen /
Einbringen / Leistungsort: Westsachsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum
Peter- Breuer-Stralde 5-11 08056 Zwickau Lieferung nach Incoterms 2020 DAP oder DDP,
Fracht bis zur ebenerdig und rollend mit erreichbaren Entladestelle an der Lieferzufahrt Dr.-
Friedrichs-Ring 2C, 08056 Zwickau, Deutschland Lieferzeit: max. 50. KW nach Beauftragung
Eowrtepikd avayvwplioTiko: OV 09-26

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPBaong: Ayaba
Kupia tagivounon (cpv): 38000000 EEOTTAICUOG £pyaaTnPIaKOG, OTITIKOG Kal akpIREiag (eKTOG
atré yuaAid)
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 42990000 Aidpopa punxavipata €18IknS xpriong, 31712330
Huiaywyoi
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: 1.) Optionale Nachristbarkeit eines Cryoprozesses 2.) Optionale
Erweiterbarkeit zu einem Clustersystem

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr} dieuBuvon: Kornmarkt 1
MéAN: Zwickau
TayxudpouIkog kwdikag: 08056
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Zwickau (DED45)
Xwpa: Meppavia
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Westsachsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum
Peter-Breuer-Str. 5-11 08056 Zwickau Deutschland

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
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Aigpkela: 50 EBdouadeg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTA CUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy TTou XpnuatodoTeital ev OAw 1 ev uépel atro Ta Taueia tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg oupupdoclg (ZAZ): oxI
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG PIKPES Kal peoaicg emixeiproeig (MME): oxi
Mpbéobeteg TANPoPopics: zu 1.) Es sollte moglichst die Nachrustbarkeit einer
Substratelektrode fur Cryo-Prozesse gegeben sein, welche Prozessfihrungen bis zu einer
Substrattemperatur von -150C zul&sst. Diese Option darf die Nachriistung einer
mechanischen Substratklemmung und den Einsatz von Zusatzmedien (z.B. Flussigstickstoff)
notig machen. zu 2.) Optionaler spaterer Ersatz des Loadlocks (Waferschleuse) durch ein
Transfersystem bei welchem eine Waferkassettenstation und min. 2 weitere Prozessmodule (z.
B. PE-CVD, ALD oder RIE/ DRIE) angeschlossen werden kénnen, um die Anlage funktionell
zu erweitern.

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoelg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupacewv: Kayia otpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: MNMpokrpuén
Kpitipio: EpyaAegia, epyooTdaola r TEXVIKOG EOTTAIOUOG
Mepiypan Tou kpitnpiou etmAoyng: Nachweis Uber Vorhandensein eines Applikationslabors
bei Bieter

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpithpio:
Eidog: Tiun
Ovopagoia: Preiskriterium
Mepiypaen): Preiskriterium
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (MopIa, akpIBES)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 30
Kpithpio:
Eidog: MoidtnTa
Ovoupaaia: Erflllung der Leistungsparameter
Mepiypaen: Erflllung der Leistungsparameter
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (MopIa, akpIBES)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 60
Kpithpio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopaoia: Lieferzeit
Mepiypan: Lieferzeit
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (Mopla, akpIBEG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 10

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupupdocwyv
MAWOOEC OTIG OTTOIEG €ival €TIONUWG dlabEaipa Ta £yypaga tng dnudaoiag ouPBaons: yepuavikd
MpoBeoyia aItuaTog yia Tapoxr mpooBeTwy TAnpoopiwv: 03/07/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivry wpa KevtpikAc Eupwting
AievBuvon Twv eyypaewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4D4ZMZEU/documents
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Ad hoc diaulog emikoIvwyviag:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMZEU

5.1.12. Opol dnuociwv cuppaocewv
Opoi uttoBoARg:
HAekTpOVIKN UTTOBOAN: YTTOXPEWTIK
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4D4ZMZEU
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPMOAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV VA UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTIPOCYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaiafng Twv mpoo@opwyv: 10/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng
Aldpkela KaTé TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUouoa n TTpoo@opd: 9 ERdouddeg
NMAnpo@opieg TTou uIToPOoUV va cUUTTANPWOOUV peTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTTouv PTTOopPOUV va uttoBANBOUV apydTEPQ.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Auftragnehmer behalt sich vor, Unterlagen zur Aufklarung
nachzufordern.

NMAnpo@opieg OXETIKA pE TN dnudoIa atTocPpPAyIon:

Huepopnvia amoogpdyiong: 10/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting

‘Opol Tng ouupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxI

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHN: 6xI

5.1.15. Texvikég
Zupgwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaiclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. MepaiTépw TTANnPOPOpPIEg, SiapecOAdBNON KAl TTPOCPUYI
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouppBacewv: Westsachsische Hochschule Zwickau
Opyaviopog TTapoxNG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIadIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Opyaviopog TrapaAaBnig airqoewy cuppetoxng: Westsachsische Hochschule Zwickau

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopacia: Westsachsische Hochschule Zwickau
ApiBuég karaxwpiong: 14-1215011WHZ01-34
Taxudpouikr) dieuBuvon: Kornmarkt 1
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8.1.

8.1.

MoAn: Zwickau

TayxudpouIkog kwdikag: 08056

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Zwickau (DED45)

Xwpa: Mepuavia

Email: Beschaffungswesen@whz.de

TnAépwvo: 03755361131

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.whz.de

Mpo@iA ayopaoTh: https://www.whz.de

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

KevTpiki apxn TpounBeiwyv n otroia avabEéTel dnuooieg CUPBAOTEIS 1) CUVATITEI CUPQWVIEG-
TAQioIa yIa £pya, TTPONNBEIES 1} UTTNPETiES TTOU TTpoopifovTal yia GAAOUC ayOpPaCTEG
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewv

Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXAG

ORG-0002

Emionun ovopooia: Vergabekammer des Freistaates Sachsen
ApIBuOG KaTaxwplong: ohne

MoAn: Leipzig

TaxudpopuIkog KwdIkag: 04013

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)
Xwpa: Mepuavia

Email: vergabekammer@lds.sachsen.de

TnAépwvo: +49 03419773800

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpooPuUYNG

OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAadIKACIWY TTPOCPUYAG

ORG-0003

Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudc karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TayxudpouIKOG KwdIkag: 53119

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

NMAnpogopicg TTpoknpuing

388383-2026

AvayvwpIOoTIKO/EkDOOT TTPOKNpUENG: 2ccf26¢c1-6b0a-47ce-8228-ad9b97611ff8 - 01
Eidog evrutrou: Alaywviopog

Eidog mrpokApung: MNMpokrpugn ouppBaong i ocuuaong Trapaxwpnong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 16
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https://www.whz.de
https://www.whz.de
mailto:vergabekammer@lds.sachsen.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 04/06/2026 09:00:02 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBudg dnuoaicuong Tng TTpokripugns: 388383-2026

ApiBuég Teuxoug EE S: 107/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 05/06/2026
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